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λ

[ 1] Calculation Model

1.3 (Derating)

설계방법에서 주요부품 집적 회로 의 스트레스를 분석하여 정격 대비 낮은

소모전력으로 설계한다 부하경감 은 미 국방 핸드북 적용하여 부품의–

스트레스 파라미터 의 접합온도 전기적 부하 응력 비

등 제품의 발열 대책을 검토될 수 있도록 설계 반영하고 부하경감 의 산출모델

예측으로 제품설계의 마진 등 최적화된 설계방안을 확보 할 수 있도록 연구 검토하였다
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[ 1] Typical Electrical Stress vs. Temperature Derating

Scheme[2]
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2.

2.1

λ

[ 2] [3]

2.2 (Darating Parameter)

[2]

[ 2] Darating Parameter, IC

2.3

2.3.1 (Power Stress Ratio)
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  

 
 [1]

[1]

[ 3] (PD)

[ 4] (IC)

[ 3] Power Stress Ratio Range

2.3.2 (Temperature Junction)

     ×  ℃ [1]

 mbient temperature [°C]

  : ThePackageJunction toAmbient Thermal Resistance[°C/W]





[ 5] TJ(Temperature Junction)
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[ 4] TJ Range with TA



[ 5] Over Temp, Junction Range

2.4

3.
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[ 6] Over Temp, Junction with TA


